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고집적 메모리 반도체 제조를 위한 
미세 패턴의 선폭 및 깊이를 동시에 측정하는 기술

파장주사 층밀리기 간섭계를 이용한 
자유곡면의 삼차원 형상 측정 장치
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초소형 대용량 메모리 반도체 생산을 위한 미세 패턴의 선폭 및 깊이 동시 
측정기술 

첨단장비 제조를 위한 자유곡면의 삼차원 형상 측정 장치

최근 삼성전자가 단일 반도체 칩으로 세계 최초, 1TB 용량의 칩을 개발했습니다. 손톱만큼 작은 칩 하나에 60편 이

상의 고화질 영화를 저장할 수 있죠! 이처럼 생활에 편리함의 더해주는 초소형 대용량 반도체 메모리에 대한 수요는 

점점 증가하고 있습니다. 초소형 대용량 반도체를 위해서는 여러 개의 반도체 칩을 적층한 멀티 칩 패키지가 필요한

데요. 이때 적층된 반도체 칩들을 연결하기 위해 실리콘 기판을 관통하는 비아홀이 필요합니다. 만약 비아홀이 규격

에 맞지 않다면 반도체 패키지에 오작동을 유발할 수 있기 때문에 이를 검사할 수 있는 기술 필요성 또한 증대되고 있

습니다. 이를 위해 KRISS에서는 '광섬유를 이용한 미세 패턴의 선폭 및 깊이 동시 측정 장치 및 방법' 기술을 보유하

고 있습니다. 비아홀과 같은 미세 패턴의 깊이와 지름을 동시에 고속으로 측정할 수 있는 기술인데요, 또한 여러 산업

계에서 쉽게 사용할 수 있게 광섬유로만 구성되어 있다는 장점이 있습니다. 앞으로도 적층형 반도체 시장은 지속적

으로 확대될 전망이며, 해당 기술은 반도체 및 LCD패턴 검사계측뿐 아니라 바이오, 차량제어 등 전반적 산업에 영향

을 줄 수 있을 것입니다.

한국광산업진흥회에 따르면 오는 2020년까지 세계 광산업 시장이 연평균 6.8% 성장할 

것으로 전망된다고 합니다. 광산업은 다양한 산업 전반에 영향을 미치는 기술로 특히 우주 

광학, 천체, 의료 및 반도체 기기산업에 널리 사용되고 있는 자유곡면 광학 기술이 주목 받

고 있습니다. 

자유곡면 광학 기술은 제조 기술의 빠른 성장에 의해 가능할 수 있었으며 제조기술에 있어 

측정 기술은 매우 중요한데요. 이에 자유곡면 표면의 측정 기술 또한 중요하겠죠?

오늘 소개해드릴 KRISS신기술은 자유곡면 광학 표면을 가지는 대상의 삼차원 형상을 측

정하는 기술입니다. 이 기술은 층밀리기 간섭계를 사용하여 기존 간섭계보다 밀도가 낮은 

간섭무늬를 얻을 수 있으며 측정이 훨씬 용이하다는 장점이 있습니다.
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기술개요

• 최근 전자 제름이 소형화 및 고성농화됨에 따라 초소협 머용량의 반E 채 메모리에 대한 요구가

종대되고 있다. 이에 따라 f 하나의 반도체 패키지에 여러 개의 반E체 침올 적층하여 실장하는

멀티 침 폐기지 (Mult i Ch ip Package)를 통하여 반도체 메모리 士자의 저장 용량을

증대시길으로써 소형화 및 고성농화물 구현하고 있다.

• 이러한 적충된 여러 개의 반도체 집애 형성된 회로 패턴들율 전기적으로 연결시키기 위하여

실리콘 웨이퍼 기판울 수직으로 관통하는 비아훌(TSV : Through Silicon Vi리을 형성한다.

이때 비아흘은 정해진 규격에 맞도黑 험성되어야 하며, 이러한 규격에 맞지 않는 경우 반도체

폐키지의 오동작율 유발할 수 있다.

* 따라서, 비아포이 설정된 깊이 및 형상에 맞게 형성되었는지 경사할 필요가 품대되고 있다. 혹히

다량의 반도체 칩을 빠른 속도로 검사하기 위하여 고속으로 정밀하게 비아훔의 깊이 및 형상을

측정하는 장치가 요구된다.

기술특징

* 본 기술이 해결하고자 과제는 광대역의 가간섬 광과 광성유소자로 구성된 소자들을 이용하여

간단한 구조의 깊이를 측정하는 광학 장치를 제공하는 것이다. 또한 비아홈4 같온 미세 패턴의

김이와 지롬율 동시에 고속으로 측정하는 방법율 제공하는 것이다. 본 혹허는 비아 *의 지롬과

김이롭 통시애 측정할 수 있도록 저발된 기술이며, 록히 산업계에서 쉽게 사용할 수 있도록

광성유로만 구성되어 있다.

응용분야

* 반도체 검사계측, LCD 패턴 검사계측

키워드 之

J 반도체 > LCD ■> 선폭 ■> 름시김이측정

시장전망

■ 스마트 기기의 춥현으로 향후 적층형 반도체 시장온 급격히 커질 것으로 에상하여。예상 수요 기업

예축치에 따르면 향후 10년간 50억원 이상의 기술료 수입이 예상된다. 비아몸을 롬한 반도채는

반도체 자체 시장 뿐만 아니라 바이오붙야, 차량제어 름의 전반적인 산업에 영향율 줄 수 있어

파급효과는 클 것으로 예상한다.
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